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PCB电路板六层阻抗板制造公司
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自动布线的设计要点包括:7.1略微改变设置，试用多种路径布线;7.2保持基本规则不变，试
用不同的布线层、不同的印制线和间隔宽度以及不同线宽、不同类型的过孔如盲孔、埋孔等，观
察这些因素对设计结果有何影响;7.3让布线工具对那些默认的网络根据需要进行处理;7.4信号越
不重要，自动布线工具对其布线的自由度就越大。8、布线的整理如果你所使用的EDA工具软件能
够列出信号的布线长度，检查这些数据，你可能会发现一些约束条件很少的信号布线的长度很长。
这个问题比较容易处理，通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中，
你需要判断出哪些布线合理，哪些布线不合理。同手动布线设计一样，自动布线设计也能在检查
过程中进行整理和编辑。9、电路板的外观以前的设计常常注意电路板的视觉效果，现在不一样了。
自动设计的电路板不比手动设计的美观，但在电子特性上能满足规定的要求，而且设计的完整性
能得到保证。赛孚电路科技成立于2011年，公司由多名电路板行业的**级人士创建，是国内专业
高效的PCB/FPC快件服务商之一。公司成立以来，一直专注样品，中小批量领域。我们的产品包
括：高多层PCB、HDIPCB、PCB高频板、软硬结合板、FPC等特种高难度电路板PCB如何布局特殊元
器件PCB器件布局它有一定的规则需要大家遵守。PCB电路板六层阻抗板制造公司

PCB设计诀窍经验分享焊盘焊盘中心孔要比器件引线直径稍大一些。焊盘太大易形成虚焊。焊
盘外径D一般不小于(d+1.2)mm，其中d为引线孔径。对高密度的数字电路，焊盘**小直径可
取(d+1.0)mm。深圳市赛孚电路科技有限公司成立于2011年，公司由多名电路板行业的**级人士
创建，是国内专业高效的PCB/FPC快件服务商之一。公司成立以来，一直专注样品，中小批量领
域。快速的交付以及过硬的产品品质赢得了国内外客户的信任。公司是广东电路板行业协会会员
企业，是深圳高新技术认证企业。拥有完善的质量管理体系，先后通过
了ISO9001、ISO14000、TS16949、UL、RoHS认证。公司目前拥有员工300余人，厂房面积9000平米，
月出货品种6000种以上，年生产能力为150000平方米。线路板阻抗板订制PCB多层设计要点，欢
迎来电咨询。

PCB设计诀窍经验分享（5）转发6.印制电路板设计原则和抗干扰措施印制电路板(PCB)是电子
产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发
展，PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大.因此，在进行PCB设计时.必须遵
守PCB设计的一般原则，并应符合抗干扰设计的要求。深圳市赛孚电路科技有限公司成立于2011
年，公司由多名电路板行业的**级人士创建，是国内专业高效的PCB/FPC快件服务商之一。公司
成立以来，一直专注样品，中小批量领域。快速的交付以及过硬的产品品质赢得了国内外客户的
信任。公司是广东电路板行业协会会员企业，是深圳高新技术认证企业。拥有完善的质量管理体
系，先后通过了ISO9001、ISO14000、TS16949、UL、RoHS认证。公司目前拥有员工300余人，厂房
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面积9000平米，月出货品种6000种以上，年生产能力为150000平方米。

在设计高频电路时，采用的是层的形式来设计电源，在大多数情况下都比总线方式有很大的
提高，使得电路中沿小阻抗路径进行设计。另外，功率板必须提供一个信号回路，用于PCB上所
有产生和接收的信号，以便使信号回路渐趋小化，从而减少经常被低频电路设计者忽略的噪声。
高频率PCB的设计要做到电源与地面的统一、稳定；布线和适当的端接能够消除反光；精心考虑
的布线和适当的端接可以减少小容性和感性串扰；必须抑制噪声以满足EMC要求。制造高频电路
板时，介质损耗（Df）较小，主要影响信号传输质量。介质损耗越小，信号损耗越小；吸水率越低，
吸水率越高，会影响介和介质损耗就会受到影响。介电常数（DK）必须小且稳定。通常，信号的传
输速度越小，越好。信号的传输速度与材料介电常数的电常数容易导致信号传输延迟；尽可能与
铜箔的热膨胀系数一致，因为不一致会导致铜箔在冷热变化中分离；其他耐热性、耐化学性、冲
击强度、剥离强度等。通常，高频信号可以定义为1GHz以上。目前，氟介质基板被普遍使用，如
聚四氟乙烯（聚四氟乙烯），通常为特氟龙。深圳市赛孚电路科技有限公司成立于2011年，公司
由多名电路板行业的**级人士创建，是国内专业高效的PCB/FPC快件服务商之一。点胶PCB电路
板保护工艺PCB电路板点胶其实是保护产品的一种工艺。

PCB设计诀窍经验分享（1）转发PCB板可以分为单层板、双层板和多层板。各种电子元件都
是被集成在PCB板上的，在基本的单层PCB上，零件都集中在一面，导线则都集中在另一面。这
么一来我们就需要在板子上打洞，这样接脚才能穿过板子到另一面，所以零件的接脚是焊在另一
面上的。因为如此，这样的PCB的正反面分别被称为零件面(ComponentSide)与焊接
面(SolderSide)。双层板可以看作把两个单层板相对粘合在一起组成，板的两面都有电子元件和走
线。有时候需要把一面的单线连接到板的另一面，这就要通过导孔(via)。导孔是在PCB上，充满或
涂上金属的小洞，它可以与两面的导线相连接。现在很多电脑主板都在用4层甚至6层PCB板，而
显卡一般都在用了6层PCB板，很多显卡像nVIDIAGeForce4Ti系列就采用了8层PCB板，这就是所
谓的多层PCB板。在多层PCB板上也会遇到连接各个层之间线路的问题，也可以通过导孔来实现。
深圳市赛孚电路科技有限公司成立于2011年，公司由多名电路板行业的**级人士创建，是国内专
业高效的PCB/FPC快件服务商之一。我们的产品包括：高多层PCB、HDIPCB、PCB高频板、软硬结
合板、FPC等特种高难度电路板，专注于多品种，中小批量领域。PCB及电路抗干扰措施印制电路
板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系。六层PCB板供应

8层板PCB叠层解读叠层方式.PCB电路板六层阻抗板制造公司

PCB线路板沉金与镀金工艺的区别，你都了解了吗？镀金，一般指的是“电镀金”、“电镀镍
金”、“电解金”等，有软金和硬金的区分（一般硬金是用于金手指的），原理是将镍和金（俗
称金盐）溶化于化学药水中，将线路板浸在电镀缸内并接通电流而在电路板的铜箔面上生成镍金
镀层，电镍金因镀层硬度高，耐磨损，不易氧化的优点在电子产品中得到***的应用。沉金是通过
化学氧化还原反应的方法生成一层镀层，一般厚度较厚，是化学镍金金层沉积方法的一种，可以
达到较厚的金层。沉金与镀金的区别：1、沉金与镀金所形成的晶体结构不一样，沉金对于金的厚
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度比镀金要厚很多，沉金会呈金黄色，较镀金来说更黄（这是区分镀金和沉金的方法之一）。2、
沉金比镀金更容易焊接，不会造成焊接不良。3、沉金板的焊盘上只有镍金，信号的趋肤效应是在
铜层上传输，不会对信号产生影响。4、沉金比镀金的晶体结构更致密，不易产生氧化。5、镀金
容易使金线短路。而沉金板的焊盘上只有镍金，因此不会产生金线短路。6、沉金板的焊盘上只有
镍金，因此导线电阻和铜层的结合更加牢固。7、沉金板的平整性与使用寿命较镀金板要好。深圳
市赛孚电路科技专业生产PCB多层板，HDI盲埋孔板，软硬结合板,FPC柔性板PCB电路板六层阻抗
板制造公司

深圳市赛孚电路科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、
有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，
在广东省等地区的电子元器件行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，
为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献
出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂
扬的的企业精神将**深圳市赛孚电路科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公
司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来
赢得市场，我们一直在路上！


